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集成电路产业是国家战略性新兴产业，封装测试是集成电路产业链的重要环节。

随着5G、物联网、人工智能等技术的快速发展，集成电路封装测试需求持续增长。

当前，我国集成电路封装测试技术与国际先进水平仍有差距，亟需加强技术创新和
产业升级。

项目背景



    

项目目标

提高集成电路封装测试的技术水平和

生产能力。

降低成本、提高良品率，提升产品竞

争力。

加强产业链上下游合作，推动我国集

成电路产业的自主可控和可持续发展。



促进我国集成电路产业的自主创新和转型升级，
提升国际竞争力。

满足国内市场需求，打破国外技术垄断，保障国
家信息安全。

带动相关产业链的发展，创造更多就业机会和经
济效益。

项目意义
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01 通过改进封装工艺流程，减少生产环节和时间，提高

生产效率。

优化封装工艺流程，提高生产效率

02 通过优化工艺流程，减少原材料和能源的消耗，降低

生产成本。

降低成本

03 通过改进封装工艺，减少产品缺陷，提高产品质量和

可靠性。

提高产品质量

封装工艺流程优化



根据项目需求和技术发展，对现有测试设备进行
升级改造，提高测试精度和效率。

升级测试设备

建立设备维护保养制度，定期对测试设备进行检
查、清洁、保养和维护，确保设备正常运行。

定期维护保养

建立故障诊断和修复机制，及时发现和修复设备
故障，减少设备停机时间。

故障诊断与修复

测试设备升级与维护



数据收集与整理

收集测试数据，进行整理、分类

和归档，为数据分析提供基础数

据。

数据分析与挖掘

运用统计分析、数据挖掘等技术

对测试数据进行深入分析，发现

潜在问题并提出改进措施。

持续改进

根据数据分析结果，持续改进测

试流程、工艺和设备，提高测试

效率和产品质量。

测试数据分析与改进

030201



03

技能考核与认证

建立技能考核和认证制度，对员工技能进行评估和认证，激励

员工不断提升自身技能水平。

01

培训需求分析

分析员工技能需求，制定培训计划和课程。

02

培训实施

组织内部培训、外部培训和在线培训等多种形式的培训活动，

提高员工技能水平。

人员培训与技能提升
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2024年第一季度
完成项目立项、预算审批和团队组建。

2024年第二季度
完成设备采购、场地准备和人员培训。

2024年第三季度
开始试生产，进行产品验证和性能测试。

2024年第四季度
正式投产，启动批量生产，完成项目验收。

时间安排
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